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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) System und Verfahren zur Erzeugung elektrisch leitfahiger Verbindungsstrukturen sowie Verfahren zur 
Herstellung von Schaltungen und von bestuckten Schaitungen 

(§) Die Erfindung beschreibt ein System zur Erzeugung 
elektrisch leitfahiger Verbindungsstrukturen, umfassend 
Aj ein Klebstoff material; und 

B) eine mindestens zwei Metailpulver mit unterschiediichen 
Schmelzpunkten und eine geringe Menge organischer Hilfs- 
stoffe enthaltende, elektrisch Jeitfahige Metailpaste, wobei 
die Metailpulver so gewahit sind, daS sie beim Erwarmen 
eine intermetailische Phase bilden und wobei die organ!- 
schen Hilfsstoffe bei der zur Bildung der intermetaJlischen 
Phase angewandten Temperatur groBtenteils verfluchtigbar 
sind; 

sowie ein Verfahren zur Erzeugung elektrisch leitfahiger 
m Verbindungsstrukturen unter Verwendung dieses Systems, 

umfassend die Schritte: 
L (1) Aufbringen des Kiebstoffmaterials auf einen Trager; 

(2) Aufbringen der Metailpaste auf das so vorgesehene 
Klebstoff materia I; und 

(3) Erhitzen der Metailpaste bei einer Temperatur, bei der die 
Metailpulver eine intermetailische Phase bilden. 
Die Erfindung beschreibt ebenfalls Verfahren zur Herstellung 
von Schaltungen und von bestuckten Schaltungen unter 
Verwendung des obengenannten Systems. 
Erfindungsgemafi werden elektrisch leitfahige Verbindungs- 
strukturen, wie Schaltungen, mit ausgezeichneter Haftf3hig- 
keit guter elektrischer Leitfahigkelt sowie Lotfahigkeit erhal- 
ten. 



Die folgendon Angaben sind den vom Anmelder eingerelchten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung den Anspruchen 15 und 17 gelost Bevorzugte bzw. be- 

. _ . sonders zweckmaBige Ausgestaltungen des Erfindungs- 

Die voruegende Erfindung betnfft ein System zur Er- gegenstandes sind in den Unteranspruchen angegeben. 
zeugung elektrisch leitfahiger Verbindungsstrukturen, Gegenstand der Erfindung ist daher ein System zur 
em Verfahren zur Erzeugung elektrisch leitfahiger Ver- 5 Erzeugung elektrisch leitfahiger Verbindungsstruktu- 
bindungsstrukturen, Verfahren zur HersteUung von ren, umfassend A) ein Klebstoff material; und B) eine 
Schaltungen und von bestuckten Schaltungen sowie die mindestens zwei Metallpulver mit unterschiedUchen 
nach diesen Verfahren hergesteUten Schaltungen und Schmelzpunkten und eine geringe Menge organischer 
bestuckten Schaltungen. Hilfsstoffe enthaltende, elektrisch leitfahige MetaUpa- 

Bei der Fertigung elektronischer Baugruppen bzw. i 0 ste, wobei die Metallpulver so gewahlt sind, daB sie beim 
bestuckten Schaltungen ist es regelmaBig erforderlich, Erwarmen eine intermetallische Phase bilden und wobei 
metallische Oberflachen mit metallischen AnschluBele- die organischen Hilfsstoffe bei der zur Bildung der inter- 
menten mechanisch-elektrisch zu verbindeiL Hierzu metallischen Phase angewandten Temperatur groBten- 
werden ublicherweise Leiterplatten auf galvanischem teils verfluchtigbar sind. 

Wege hergesteUt, wobei der Leiterbahnaufbau durch i5 Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Verfahren 
additive Techniken oder subtraktive Atztechnologien zur Erzeugung elektrisch leitfahiger Verbindungsstruk- 
erfolgt Diese bekannten Verfahren implizieren jedoch turen unter Verwendung des erfindungsgemaBen Sy- 
Umweltverschmutzungsrisiken und die Notwendigkeit stems, umfassend die Schritte: 

des Recyclings der hierbei verwendeten, galvanischen (1) Aufbringen des Klebstoffmaterials auf einen Trager; 
Flussigkeitea So hergestellte Leiterplatten dienen als 2 o (2) Aufbringen der Metallpaste auf das so vorgesehene 
Schichttrager fur elektronische Bauelemente, die mit Klebstoffmaterial; und (3) Erhitzen der Metallpaste bei 
der Leiterpiatte verbunden werden. In geringem Urn- einer Temperatur, bei der die Metallpulver eine inter- 
fang werden hierzu auch elektrisch leitfahige Klebstoffe metallische Phase bilden. 

eingesetzt, die im Gegensatz zum Weichldten den Vor- Gegenstand der Erfindung ist ebenso ein Verfahren 
teil medriger Arbeitstemperaturen bieten. Bei diesen 25 zur HersteUung einer Schaltung unter Verwendung des 
herkommhchen leitfahigen Klebstoffen handelt es sich erfindungsgemaBen Systems, umfassend die Schritte: (1) 
entweder urn physikalische Mischungen aus elektrisch Aufbringen des Klebstoffmaterials in Form eines Schal- 
leitfahigen Matenalien, wie MetaHpulvern, und polyme- tungsmusters auf einen Trager; (2) Aufbringen der Me- 
ren Harzen als Matrix, oder sie bestehen aus elektrisch tallpaste auf das so vorgesehene Klebstoffmaterial; und . 
leitfahigen Kunststoffen. Die Leitfahigkeit solcher Sy- 30 (3) Erhitzen der Metallpaste bei einer Temperatur, bei 
steme kommt durch den quasi-metallischen Kontakt der der die Metallpulver eine intermetaUische Phase bilden. 
leitfahigen Matenalien m der organischen Matrix zu- Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein Verfah- 
stande. ren zur HersteUung einer bestuckten Schaltung unter 

Um emeguteHaftungaufSubstratenzuerreichen,ist Verwendung des erfindungsgemaBen Systems, umfas- 
bei solchen elektrisch leitfahigen Klebstoffen ein hoher 35 send die Schritte: (1) Aufbringen des Klebstoffmaterials 
AnteU an polymeren Harzen erwtinscht Andererseits ist in Form eines Schaltungsmusters auf einen Trager; (2) 
fur erne gute elektrische Leitfahigkeit ein hoher Anteil Aufbringen der MetaUpaste auf das so vorgesehene 
an leitfahigen Materialien erforderlich. Die Haftung auf Klebstoffmaterial; (3) BestQcken des mit dem Klebstoff- 
Substraten und die elektrische Leitfahigkeit sind damit material und der MetaUpaste versehenen Schaltungs- 
gegenlaufige Anforderungen an derartige Klebstoffe. 40 musters mit elektrischen oder elektronischen Bauele- 
Die hiermit erzielten Verbindungsstrukturen haben bei- menten; und (4) Erhitzen der MetaUpaste bei einer Tem- 
spielsweise den Nachteil, daB sie nicht Idtfahig sind. Die- peratur, bei der die Metallpulver eine intermetaUische 
se und weitere technische NachteUe haben bisher den Phase bilden. 

Einsatz leitfahiger Klebstoffe in groBem MaBe verhin- Gegenstand der Erfindung sind weiterhin die nach 
de 5; . „ . 45 den obigen Verfahren hergesteUten Schaltungen und 

EbenfaUs smd elektrisch leitfahige Klebstoffe be- bestuckten Schaltungen. 
kannt geworden, bei denen die Leitfahigkeit durch eine Entgegen den bisher eingesetzten Techniken wurde 
metallurgische Reaktion verschiedener Metalle unter erfindungsgemaB festgesteUt, daB nur eine geringe 
Bildung intermetallischer Verbindungen vorgesehen Menge organischer Hilfsstoffe enthaltende, elektrisch 
wird Auch hierbei ist es notwendig, eine organische 50 leitfahige MetaUpasten, bei denen die MetaUpuiver so 
Polymermatrix beizumischen, so daB die gleichen Pro- gewahlt sind, daB sie beim Erwarmen eine intermetalli- 
bleme wie bei mit elektrisch leitfahigen MateriaUen ge- sche Phase bilden, zur Erzeugung elektrisch leitfahiger 
fQUten Klebstoffen auftreten. Verbindungsstrukturen eingesetzt werden kdnnen. Die 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein an sich unzureichende Haftung solcher MetaUpasten auf 
System und ein Verfahren zur Erzeugung elektrisch leit- 55 Substraten bzw. Tragern wird durch ein Klebstoffmate- 
fahiger Verbindungsstrukturen sowie Verfahren zur rial erzielt, welches vorausgehend auf das Substrat bzw. 
HersteUung von Schaltungen und bestuckten Schaltun- den Trager aufgetragen wird. 

gen unter Verwendung dieses Systems anzugeben, bei Bei dem Klebstoffmaterial kann es sich urn ein anor- 
denen die Nachteile des Standes der Technik nicht auf- ganisches oder ein organisches Material handeln. Anor- 
treten und insbesondere eine ausgezeichnete Haftung «> ganische und organische Klebstoffe sind dem Fachmann 
auf Tragern, eine gute elektrische Leitfahigkeit sowie bekannt und kdnnen von diesem je nach Anwendungs- 
Ldtfahigkeit der erhaltenen Verbindungsstrukturen und zweck, beispielsweise in Abhangigkeit der zu verwen- 
Schaltungen erreicht werden. denden TragermateriaUen ausgewahlt werden. Anorga- 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Sy- nische Klebstoffe sind beispielsweise solche auf uber- 
stem gemaB Anspruch 1, ein Verfahren zur Erzeugung 65 wiegend mineraUscher Basis, wie etwa auf SUikatbasis. 
elektrisch leitfahiger Verbindungsstrukturen gemaB Hydraulisch hartbare, anorganische MateriaUen kdnnen 
Anspruch 14 sowie Verfahren zur HersteUung von ebenso geeignet sein. Als Klebstoffe auf organischer 
Schaltungen und von bestuckten Schaltungen gemaB Basis eignen sich beispielsweise thermoplastische Har- 
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ze, insbesondere solche mit hdheren Erweichungs- bzw. 
Schmelzpunkten. Als besonders geeignet haben sich 
hartbare organische Harze erwiesen, wobei die Hartung 
entweder thermisch oder durch Strahlung erfolgen 
kann. 

Das Klebstoffmaterial enthalt normalerweise keine 
metallischen Bestandteile und besitzt keine elektrische 
Leitfahigkeit Seine Aufgabe ist es, eine fest haftende 
thermostabile Verbindung mit dem Trager einzugehen 
und die Haftung der zweiten Komponente, namlich der 
elektrisch leitfahigen Metallpaste zu erm6glichea Als 
Klebstoffmaterial konnen insbesondere Ein- und Zwei- 
komponenten-Klebstoffe auf Epoxidharzbasis, Polyure- 
thanharze, Melarnm-Formaldehyd-Harze, Vinyliden- 
chlorid-Vinylacetat-Copolymerharze oder als Ldtstopp- 
lacke bekannte Materialmen eingesetzt werden. Beson- 
ders bevorzugt sind Zweikomponenten-Klebstoffe auf 
Epoxidharzbasis. Die Wahl der jeweiligen Klebstoffe 
richtet sich nach den Adhasionseigenschaften der ver- 
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halogenabspaltende Verbindungen enthalten seiiL Die 
Auswahl dieser organischen Hilfsstoffe richtet sich bei- 
spielsweise nach der zu wahlenden Auftragsmethode 
der Metallpaste. Ferner kdnnen geringe Anteile an Ver- 
dickungsmitteln, Bindemitteln, natiirlichen Harzen, wie 
Kolophonium und Kolophoniumderivaten, in die Me- 
tallpasten eingebracht werden. Eine erfindungsgemaB 
geeignete Metallpaste besteht beispielsweise aus ca. 90 
Gew.-% Metallpulver und etwa 10Gew.-% organi- 
schen Hilfsstoffen. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Erzeugung 
eiektrisch leitfahiger Verbindungsstrukturen umfaBt die 
Schritte des Aufbringens des Klebstoffmaterials auf ei- 
nen Trager, des Aufbringens der Metallpaste auf das so 
vorgesehene Klebstoffmaterial und des Erhitzens der 
Metallpaste bei einer Temperatur, bei der die Metallpul- 
ver eine intermetallische Phase bilden. 

Vorzugsweise wird das auf den Trager aufgebrachte 
Klebstoffmaterial vor dem Aufbringen der Metallpaste 



wendeten Trager, wie etwa Schaltungstrager und der 20 einer Warmebehandlung ausgesetzt, welche jedoch so 



dabei gegebenenfalls notwendigen Flexibilitat 

Die erfindungsgemaB eingesetzte Metallpaste enthalt 
geeigneterweise mindestens ein Metallpulver eines Me- 
talls guter elektrischer Leitfahigkeit, vorzugsweise aus 
der Gruppe Gold, Silber, Kupfer und Legierungen da- 
von, und mindestens ein Metallpulver eines Metalls mit 
niedrigerem Schmelzpunkt als demjenigen des Metalls 
guter elektrischer Leitfahigkeit, vorzugsweise aus der 
Gruppe Zinn, Indium und deren Legierungen, vorzugs 



weise deren Legierungen mit beispielsweise Blei und/ 30 materials erhalten. 



bemessen ist, dafl hierbei keine oder keine vollstandige 
Hartung des Klebstoffmaterials erfolgt Hierzu ist es 
zweckmaBig, das Klebstoffmaterial zunachst bei Umge- 
bungsteraperatur wahrend einer angemessenen Zeit- 
dauer abzuluften, um gegebenenfalls vorhandene L6- 
sungsmittel zu verdampfen. Danach erfolgt eine War- 
mebehandlung, beispielsweise bei 80° C w&hrend etwa 
20 Minuten unter Laborbedingungen. Hierbei wird eine 
trockene, gut verarbeitbare Oberfiache des Klebstoff- 



oder Antimon und/oder Zink, wie etwa Zinnblei, Zinn- 
antimon oder ZinnantimonbleL GemaB der Erfindung 
ist es erforderlich, daB die Metallpulver mit unterschied- 
lichen Schmelzpunkten beim Erhitzen unter Bildung ei- 
ner intermetallischen Phase eine metailurgische Reak- 
tion eingehen. Additive Metallpulver aus der Gruppe 
Nickel, Germanium, Titan, Eisen, aber auch andere Le- 
gierungsbestandteile, die als sogenannte Kornrefiner 
bekannt geworden sind, kdnnen hierbei fur die Erzie- 
lung spezieller Eigenschaften eingesetzt werden. Beson- 
ders bevorzugt ist eine Metallpaste, die eine Mischung 
aus Kupferpulver und einem Pulver der Lotlegierung 
62Sn36Pb2Ag in einem Gewichtsverhaltnis von etwa 
4 : 1 bis etwa 1 : 1 enthalt 



In einem nachsten Schritt wird dann auf die getrock- 
nete Oberfiache des Klebstoffmaterials die vorange- 
hend beschriebene Metallpaste aufgetragen. Die Auf- 
bringung des Klebstoffmaterials und der Metallpaste 
35 kann geeigneterweise mittels eines Dispensers/ eines 
Sieb- oder anderen Druckverfahrens nach dem Fach- 
mann bekannten Techniken erfolgen. 

Zur letztendlichen Bildung einer leitfahigen Verbin- 
dungsstruktur, wie einer Schaltung, wird die Metallpa- 
40 ste erhitzt Hierbei verdampfen die organischen Hilfs- 
stoffe weitestgehend und die Metallpartikel werden 
durch Weichlot miteinander verbunden, wobei sich in- 



termetallische Phasen herausbilden. Da die organischen 
Hilfsstoffe bei der jeweiligen Arbeitstemperatur fltich- 
Die Metallpulver der Metallpaste weisen geeigneter- 45 tig sind, verbleiben keine stdrenden RQckstande. Die 
weise eine mittlere TeilchengrdBe von etwa 1 — 100 u.m, Haftung auf nichtmetallischen Substraten der Metallpa- 
vorzugsweise etwa 10—50 um, weiter vorzugsweise et- sten wird durch das zuvor aufgebrachte Klebstoffmate- 
wa 20—30 jim auf. rial gewahrleistet, das eine fQr den jeweiligen Anwen- 

Der Gehalt an Metallpulver in der Metallpaste sollte dungsbereich bzw. die angewandte Erhitzungstempera- 
so hoch wie mdglich sein und betragt erfindungsgemaB 50 tur geeignete Zusammensetzung aufweist Bei der War- 



vorzugsweise mindestens etwa 85 Gew.-%, weiter vor- 
zugsweise mindestens etwa 90 Gew.-%. Bei einem Me- 
tallpulvergehalt von Qber etwa 95 Gew.-% kann jedoch 
die Handhabung der Metallpaste Schwierigkeiten be- 
reiten. 

Als organische Hilfsstoffe kann die erfindungsgemaB 
eingesetzte Metallpaste beispielsweise fluchtige organi- 
sche Verbindungen, wie etwa Ldsungsmittel, beispiels- 
weise Diole, Glykole, Glykolether und Dicarbonsauree- 
ster, desoxidierende Hilfsstoffe, die Metallpulver akti- 
vierende Substanzen, wie Carbonsauren und Amine, 
und die Viskositat regelnde Additive, wie langkettige 
Saureamide oder Paraffine enthalten. Bevorzugt wer- 
den Aminverbindungen, die bei den gewahlten metallur- 
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60 



mebehandlung ist darauf zu achten, daB die Metallpul- 
ver keine Schmelze bilden, da sich sonst aufgrund der 
Oberflachenspannung der Schmelze diskrete MetallkQ- 
gelchen bilden wilrden. 

Die Warmebehandlung zur Erzeugung elektrisch leit- 
fahiger Verbindungsstrukturen bzw. zur Herstellung 
yon Schaitungen und von bestfickten Schaltungen kann 
in bei der Ldttechnik bekannten Vorrichtungen durch- 
gefQhrt werden. Beispielsweise eignet sich ein soge- 
nannter Reflow-Ofen, wobei die Warmebehandlung 
vorzugsweise unter Stickstoffgasatmosphare durchge- 
filhrt wird. Hierbei ist es auch moglich, in die Gasatmo- 
sphare Aktivatoren fflr die Metallpulver, wie vorzugs- 
weise Ameisensaure, einzubringen. Andererseits kon- 



gischen Reaktionstemperaturen fiachtig sind. Ferner 65 nen solche Aktivatoren, wie bereits oben erwahnt, auch 

konnen Coaktivatoren aus der Gruppe der nichtflQchti- in der Metallpaste enthalten sein. 

gen Carbonsauren und Amine sowie bei der zur Bildung Als Ergebnis des erfindungsgemaflen Verfahrens 

der intermetallischen Phase angewandten Temperatur wird ein Schichtaufbau erhalten, der aus dem nunmehr 
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vollstandig geharteten Klebstoffmaterial und einer dar- 
auf befindlichen, von organischen Beimengungen weit- 
gehend freien Metallschicht besteht Der besondere 
Vorteil eines derartigen Schichtaufbaus besteht in der 
Lotfahigkeit der metallischen Schicht Dazu gegensatz- 5 
lich sind die mittels bekannten leitfahigen Klebstoffen 
erzielten Verbindungsstrukturen aufgrund der innigen 
Vermischung von Metall und Polymermatrix in der der- 
zeit vermarkteten und beschriebenen Form in der Regel 
nicht Idtfahig. to 

Durch die Bildung intermetallischer Phasen gemaB 
der Erfmdung ist die erneute Aufschmelztemperatur der 
Metalle erhdht, so daft eine hohe Wiederaufschmelz- 
temperatur nachfolgende Lotprozesse ermdglicht 

GemaB der Erfmdung ist die Erzeugung elektrisch 15 
leitfahiger Verbindungsstrukturen, wie Schaltungen, auf 
isolierenden Tragerwerkstoffen mdglich, wobei als Sub- 
strate alle Arten von TrSgern, beispielsweise Leiterplat- 
ten, flexible Leiterplatten, Aluminiumoxidkeramiken 
oder eloxierte Aluminiumplatinen ohne Schwierigkei- 20 
ten eingesetzt werden konnen. Der Fachmann kann 
hierbei die geeigneten Klebstoffmaterialien bzw. Haft- 
systeme den jeweiiigen Tragermaterialien anpassen. 
Durch geeignete Wahi der metallurgischen Komponen- 
ten lassen sich so flachige oder dreidimensionale, elek- 25 
trisch leitfahige Strukturen erzeugen, welche durch 
nachfolgende, in der Produktion elektronischer Bau- 
gruppen ubliche Bindungsschritte, wie etwa Loten, wei- 
terverarbeitet werden konnen. 

30 

Patentanspruche 

1. System zur Erzeugung elektrisch leitfahiger Ver- 
bindungsstrukturen, umfassend 

A) ein Klebstoffmaterial; und 35 

B) eine mindestens zwei Metallpulver mit un- 
terschiedlichen Schmelzpunkten und eine ge- 
ringe Menge organischer Hilfsstoffe enthal- 
tende, elektrisch leitfahige Metallpaste, wobei 
die Metallpulver so gewahlt sind, daB sie beim 40 
Erwarmen eine intermetallische Phase bilden 
und wobei die organischen Hilfsstoffe bei der 
zur Bildung der intermetallischen Phase ange- 
wandten Temperatur grofltenteils verfluchtig- 
bar sind. 45 

2. System nach Anspruch 1, wobei das Klebstoffma- 
terial ein anorganisches Material ist 

3. System nach Anspruch 1, wobei das Klebstoffma- 
terial ein organisches Material ist 

4. System nach Anspruch 3, wobei das organische 50 
Material ein thermoplastisches Harz ist 

5. System nach Anspruch 3, wobei das organische 
Material ein organisches hartbares Harz ist 

6. System nach Anspruch 5, wobei das hartbare 
Harz ein Ein- oder Zweikomponenten-Klebstoff 55 
auf Epoxidharzbasis ist 

7. System nach mindestens einem der vorangehen- 
den Anspruche, wobei die Metallpaste mindestens 
ein Metallpulver eines Metalls guter elektrischer 
Leitfahigkeit und mindestens ein Metallpulver ei- eo 
nes Metalls mit niedrigerem Schmelzpunkt als 
demjenigen des Metalls guter elektrischer Leitfa- 
higkeit en thai t 

8. System nach Anspruch 7, wobei das Metall guter 
elektrischer Leitfahigkeit aus der Gruppe Gold, Sil- 65 
ber, Kupfer und Legierungen davon gewahlt ist 

9. System nach Anspruch 7 und/oder 8, wobei das 
Metall mit niedrigerem Schmelzpunkt aus der 



Gruppe Zinn, Indium und deren Legierungen, vor- 
zugsweise deren Legierungen mit Blei und/oder 
Amimon und/oder Zink, gewahlt ist 

10. System nach mindestens einem der vorangehen- 
den Anspruche, wobei die Metallpaste eine Mi- 
schung aus Kupf erpulver und einem Pulver der Le- 
gierung 62Sn36Pb2Ag in einem Gewichtsverhaitnis 
von etwa 4 : 1 bis etwa 1 : 1 enthalt 

1 1. System nach mindestens einem der vorangehen- 
den Anspruche, wobei die Metallpulver eine mittle- 
re TeilchengroBe von etwa 1 — 100 urn, vorzugs- 
weise etwa 10—50 jxm, weiter vorzugsweise etwa 
20—30 um, aufweisen. 

12. System nach mindestens einem der vorangehen- 
den Anspruche, wobei der Gehalt der Metallpulver 
in der Metallpaste mindestens etwa 85 Gew.-°/o, 
vorzugsweise mindestens etwa 90 Gew.-% betragt 

13. System nach mindestens einem der vorangehen- 
den Anspruche, wobei die organischen Hilfsstoffe 
der Metallpaste aus flQchtigen organischen Verbin- 
dungen, desoxidierenden Hilfsstoffen, die Metall- 
pulver aktivierenden Substanzen und die Viskositat 
regelnden Additiven gewahlt sind. 

14. Verfahren zur Erzeugung elektrisch leitfahiger 
Verbindungsstrukturen unter Verwendung eines 
Systems nach mindestens einem der vorangehen- 
den Anspruche, umfassend die Schritte: 

(1) Aufbringen des Klebstoff materials auf ei- 
nen Trager; 

(2) Aufbringen der Metallpaste auf das so vor- 
gesehene Klebstoffmaterial; und 

(3) Erhitzen der Metallpaste bei einer Tempe- 
ratur, bei der die Metallpulver eine intermetal- 
lische Phase bilden. 

15. Verfahren zur Herstellung einer Schaltung un- 
ter Verwendung eines Systems nach mindestens ei- 
nem der Anspruche 1 — 13, umfassend die Schritte: 

(1) Aufbringen des Klebstoffmaterials in Form 
eines Schaltungsmusters 5 auf einen Trager; 

(2) Aufbringen der Metallpaste auf das so vor- 
gesehene Klebstoffmaterial; und 

(3) Erhitzen der Metallpaste bei einer Tempe- 
ratur, bei der die Metallpulver eine intermetal- 
lische Phase bilden. 

16. Schaltung, erhalten nach dem Verfahren gemaB 
Anspruch 15. 

17. Verfahren zur Herstellung einer bestuckten 
Schaltung unter Verwendung eines Systems nach 
mindestens einem der Anspruche 1 — 13, umfassend 
die Schritte: 

(1) Aufbringen des Klebstoffmaterials in Form 
eines Schaltungsmusters auf einen Trager; 

(2) Aufbringen der Metallpaste auf das so vor- 
gesehene Klebstoffmaterial; 

(3) Bestucken des mit dem Klebstoffmaterial 
und der Metallpaste versehenen Schaltungs- 
musters mit elektrischen oder elektronischen 
Bauelementen; und 

(4) Erhitzen der Metallpaste bei einer Tempe- 
ratur, bei der die Metallpulver eine intermetal- 
lische Phase bilden. 

18. BestQckte Schaltung, erhalten nach dem Verfah- 
ren gemaB Anspruch 17. 

19. Verfahren nach einem der AnsprQche 14, 15 und 
17, wobei das aufgebrachte Klebstoffmaterial vor 
dem Aufbringen der Metallpaste einer Warmebe- 
handlung ausgesetzt wird, mit der MaBgabe, daB 
hierbei keine oder keine vollstandige Hartung des 
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Klebstoffmaterials erfolgt 

20. Verfahren nach mindestens einem der Ansprii- 
che 14, 15, 17 und 19, wobei die Aufbringung des 
Klebstoffmaterials und der Metallpaste mittels ei- 
nes Dispensers, eines Sieb- oder anderen Druck- 5 
verfahrens erfolgt 

21. Verfahren nach mindestens einem der AnsprQ- 
che 14, 15, 17, 19 und 20, wobei als Trager ein flachi- 
ger Schaltungstrager eingesetzt wird 
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